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注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。
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接口概览：

结构框图：

尺寸图：

 BPC主板
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产品规格：

型号

处理器

芯片组

图形控制

NPU

内存

存储

显示接口

网络

USB接口

音频

COM口

I/O接口

看门狗

BIOS

系统

电源

温度湿度

尺寸

◆ 支持12/13代 Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1700处理器

 1*SO-DIMM DDR5◆

 1*HDMI,1*LVDS,1*JEDP显示扩展接口2X15PIN排母◆

 2*LAN,3*USB2.0,4*USB3.0,2*COM◆

 支持TPM2.0◆

 1*M.2 M-KEY 2280接口,PCIEX4信号,支持NVME协议的SSD硬盘◆

 1*M.2 E-KEY 2230接口,PCIEX1信号,USB2.0,支持WIFI/BT模块◆

 1*M.2 B-KEY 3042/3052接口,支持3G/4G/5G模块◆

产品特点：

基于Intel 12/13代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1700处理器工业主板

B
P

C
主

板

▪  374  ▪▪  373  ▪

BPC-7153

支持12/13代 Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1700处理器

Intel H610/Q670芯片组

CPU集成

/

1*SODIMM内存插槽,支持DDR5 4800MHz,最大可支持32GB

1*7+15PIN SATA 1*M.2 M-KEY 2280接口,PCIEX4信号,支持NVME协议的SSD硬盘

1*LVDS 接口，支持分辨率1920x1200@60Hz；1*HDMI接口,支持分辨率4K x 2K@30Hz;

2*LAN；1*Intel I219-LM,10/100/1000Mbps RJ45；1*Intel I226-V,100/1000/2.5Gbps RJ45

4*USB3.0,3*USB2.0

1*Headphone,1*MIC-IN,1*LINE1,1*5W 双通道功放

2x COM:COM1-2>RS232/RS485/RS422

支持

AMI EFI BIOS

Windows 10,Windows 11,Linux

DC12V/9-36V

工作温度:0℃～60℃；存储温度:-40℃～70℃；5%～95%相对湿度,无冷凝

181mm x 190mm

1*2X35PIN,2.0mm 排母；1*M.2 M-KEY 2280接口,PCIEX4信号,支持NVME协议的SSD硬盘；1*M.2 E-KEY 2230接口,PCIEX1信号,USB2.0,支持WIFI/BT模块；1*M.2 B-KEY 3042/

3052接口,支持3G/4G/5G模块；支持8*GPIO；1*AMP功放接口；1*CPU_FAN；1*PS2键盘鼠标；1*SIM卡槽；1*JFP；1*JSW；1*PWR_BUT；1*JEDP显示扩展接口2X15PIN排母

H=8.5MM

H
=6.5M

M

H=6.5MMH=6.5MM
H=8.5MM

H=10.05MM

Place < 9.8 MM

NO PLACE

P
la

ce
 <

 9
.8

 M
M

P
la

ce
 <

 2
.4

 M
M

N
O

 P
L

A
C

E

P
la

ce
 <

 1
.6

 M
M

N
O

 P
L

A
C

E

NO PLACE

Place < 9.8 MM

H
=15.6m

m
H

=15.6m
m

H
=6.5M

M

H
=8

.5
-5

.4
M

M

H=15.15-8.5MM

E
X

51
0-

30
52

H=13.5MM

E
X

51
0-

30
42

H=4MM

H
=12.8M

M
H

=12.8M
M

Place < 2MM

Place < 2MM

H
IG

H
 =

 5
.2

 P
la

ce
 <

1.
2M

M

H
=7.5M

M

H=11.6MM

H=
6.5

MM
H=

6.5
MM

H=
6.5

MM

H=1.5MM

H=6.5MM

H=
8.

5M
M

<5
.1

M
M

22
80

_H

22
60

_H

22
42

_H

2
1

30

29

BJ

A

1
55

6

4

12 12 15
1

52

A

P

AM BD

1
13

42

52

1
4

18
14

18
14

1
4

29 30

21

D
D

R
5

1

2 18
19

12
8

12
6

21

12
5

12
7

26
1

26
2

4

2 1

42

V-CUT V-CUT

V-CUT V-CUT

17
1.

8
5.

5
20

.3
33

.8

6

15
.2

72

35
.4

21
.5

14
.4

13

110

68

19.8

16

94

31.5

25

49

66.5

6

190

18
1

IMVP9.1

Intel Alder/Raptor Lake-S Processor

12/13/14代13/15/17/19 CPU

LGA1700

35W

DDIA

DDIC

DDID

LVDS

JEDP显示扩展接口2X15PIN排母

HDMI

1*SO-DIMM DDR5

DMI

1*7+15PIN SATA HDA AUDIO AMP

3*USB2.0

4*USB3.0

1*M.2 M-KEY 2280 NVME

5Gbps

PCIEX4

USB3.0
USB2.0

SIM

1*M.2 E-KEY 2230 WIFI/BT

LPC

PCIE/USB2.0

CONN

4*USB2.0

2* PCle

1* SATA

PCIE
2XGLAN,I21981225/1226

TPM2.0

SPI BIOS

Super lO 2*COM

1*PS/2

8*GPIO

HW

Watch Dog

1*M.2 B-KEY 3042/3052 4G/5G

IC

BPC-7153

Intel PCH

Q670

E0670

H610
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